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Zuverlassigkeitsbeurteilung von Cri

In vielen industriellen Branchen sind Crimpverbindungen auf-
grund ihrer Kosteneffizienz, einfachen Handhabung und her-
vorragenden elektrischen Eigenschaften (AC/DC) seit langem
etabliert. Um die elektrische Stabilitat wahrend des Betriebs
oder Uber die geplante Lebensdauer zu gewahrleisten, missen
beim Crimpprozess plastische Verformungen von Crimphllse
und Litzen erfolgen, um gasdichte Kontaktflachen zu bilden
und zu erhalten. Thermische Belastungen, korrosive Umweltein-
flisse sowie weitere Faktoren kénnen die Zuverlassigkeit und
das Langzeitverhalten erheblich beeinflussen.

Das Fraunhofer EMFT bietet umfassende Expertise in der
Zuverlassigkeitsbewertung und Schadensanalytik von Crimp-
verbindungen sowie zertifizierte Schulungen mit innovativen
Crimplaboren. Unser Leistungsangebot basiert auf fundierter
Forschung und modernsten Analysemethoden sowie verschie-
denen Prifverfahren, um sicherzustellen, dass Ihre Crimpver-
bindungen den hochsten Qualitats- und Sicherheitsstandards
entsprechen.

Unsere Dienstleistungen im Detail:
1. Metallografische Schliffbildinspektion:

m Detaillierte Analyse der Mikrostruktur von Crimpverbindun-
gen mittels Lichtmikroskopie und Rasterelektronenmikro-
skopie (REM).

® |dentifikation von Mikrokontakten und méglichen strukturel-
len Defekten wie z.B Mikrorisse.

2. CT-Scans fiir interne Strukturuntersuchungen:

® Einsatz von Computertomographie (CT) zur drei-
dimensionalen Darstellung der internen Struktur von
Crimpverbindungen.

= Aufdeckung von internen Defekten und Inhomogenitaten

3. Evaluation von Kontaktoberflachen mittels REM &
EDX:

® Hochauflésende Rasterelektronenmikroskopie (REM) zur
Untersuchung von Kontaktoberflachen.

= Analyse von Oxidfreien Bereichen durch energiedispersive
Rontgenanalyse (EDX).

4. Temperaturabhangige Untersuchungen:

m Klima und Umweltsimulation um das Langzeitverhalten von
Crimpverbindungen zu evaluieren

m  Empirische Untersuchungen zur Korrelation zwischen
Temperaturbeanspruchung und Veranderungen der
Eigenschaften.

5. Elektrische Messungen und Widerstandsanalysen:

= Quantitative Bewertung des elektrischen Kontaktverhaltens
unter definierten Bedingungen.

® Widerstandsmessungen fur die Beurteilung der elektrischen
Performance.

6. Systematische Untersuchung konstruktiver Parameter:

m Systematische Analyse konstruktiver Parameter, einschlieBlich
Crimphdhe, Breite, Kompressionsfaktor, und deren Einfluss
auf das elektrische Kontaktverhalten.

®  Evaluation der Crimpwerkzeuge, mit z.B. GoNo Priifung
sowie den Fertigungsprozess

®  Mechanische Priflungen wie Zug/Druck und Biegeprifung
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